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Abstract: A comprehensive review is given of templates fabrication methods such as porous track etch membranes and 
anodic aluminum oxide membranes. The properties and current research activities regarding metals, semiconductors functional 
nano-array materials, carbon nanotubes array materials and nano-array composite materials  and the future applications are 
discussed.  
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结(如图 2 的 ab、cd、ef、
gf)的 I-V 曲线呈线性或近乎线性，正符合 n-n 型结的



















































制，这种量子棒阵列使得磁盘的尺寸缩小了 1 000 倍，
磁存储密度大大提高[9]。这方面的研究现在主要集中










的方法将 Au、Pt 等金属填充到孔洞中（如图 4 的 1d）
得到冷阴极场发射微尖阵列（ cold cahode field 
emission microtip array），用作束状微电极具有很好的













制得 GaAs 的纳米线，实验发现直径为 15~40 nm 的





















































（如图 4 的 2c）。他们还尝试在平均 10 nm 的氧化铝
膜孔洞中沉积金属 Ni，将上端的 Ni 部分氧化，溅射
上一层 Au 或 Ag作为接触导线，制成一个基于单电子
隧穿的有两个终端的装置，上面的结为 Ni 的氧化物薄
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